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( Wenn auch die in der DE-OS 33 38 597 er- messungen eine wirksame Pufferzone vorzusehen,

' . wihnte Schmelzkieberfolie als nachgiebige weiche - ohne die Dicke der Schmelzkleberfolie an die Grd-
Schicht in Form einer Pufferzone eine fiir den - Be des Bausteins anpassen zu missen. Schmelz-
Schaltkreis schiltzende Wirkung aufbringt, hat sich 35  kleberfolie und der die schiltzende Pufferzone bil-

\_ doch in der Praxis gezeigt, da8 diese schiitzende dende Folienstreifen kénnen unabhéngig voneinan-
Wirkung vor allem bei integrierten Schaltkreisen der im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen opti-
mit gréB8eren Abmessungen, die aufgrund ihrer Ab- miert werden. Wihrend die Schmelzkieberfolie der-
messungen beim Kartengebrauch stérkeren Biege- art gewdhit wird, daB bei guter Haftung der zu
krdften ausgesetzt sind, nicht den gewilinschten 40  verbindenen Elemente kein Klebermaterial an den
Erfordernissen entspricht. Dies ist unter anderem offenen Stellen im Randbereich des Substrats aus-
auch darauf zurlickzutlihren, daB8 die Schmelzkie- . tritt, kann der Folienstreifen als separat eingesetz- i
berfolie vergleichsweise dinn ausgebildet sein tes Element in seinen AbmaBen und physikalischen
muB, wodurch die schiitzende Wirkung als Puffer- Eigenschaften derart optimiert werden, daB auch ;
zone zwangsldufig eingeschrankt wird. Bei dicke- 45 groBere IC-Bausteine gegeniiber mechanischen
ren Folien kann namilich nicht vermieden werden, Belastungen wirksam geschiitzt sind.
daB wihrend des Zusammenpressens der Karten- Trotz dieser Vorteile ist der Einsatz des Folien- i
schichten an den Randbereichen des Substrats streifens mit keinem nennenswerten Mehraufwand ;
Schmelzklebermaterial austritt, an die Oberfliche verbunden Die zum Einbau in Ausweiskarten geeig-
der Karte gelangt und das Erscheinungsbild der s0  neten integrierten Schaltkreise werden im alligemei-
Karte beeintrichtigt, wenn es nicht in einem zu- nen auf Filmstreifen montiert vom Halbleiterherstel-
sitzlichen - Verfahrensschritt entfernt wird. Die ler geliefert. Um aus dem Filmstreifen entspre-
Schmelzkleberfolie wird also in ihrer Dicke derart chend ausgestanzte Substrate, wie in der DE-OS
optimiert, daB bei guter Haftung. bezogen auf die 33 38 597 beschrieben, in Ausweiskarten einbauen
gesamte Fliche des Substrats, kein Kiebermaterial 55 zu kdnnen, ist, wie erwdhnt, eine Kiebeschicht,
an den offenen Stellen im Randbereich des Sub- beispielsweise eine Schmelzkieberfolie erforderlich.
strats austritt. Damit bleibt aber bei vertretbarem Die Verbindung von Substrat und Schmelzkieberfo-
technischen Aufwand kein Spielraum hinsichtlich lie geschieht vorzugsweise vor der Kartenherstel-
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and bonded eisgehigkinesnt IC@Badktegpy @ deiteghahdeo rei-e X any | rigckseitig ab. wisktien ldemermathiohty!3 und der
nmeans. | t dmntmﬂspar@mgsfree emgeyetaddergqnowg_l ef f ddetkfolie 14 befindet sich das sogenannte Tréger-

‘ sich andererseits bei starken Deformationen des element, bestehend aus dem IC-Baustein 3, den
~ Datentrégers bei Gebrauch innerhalb des Laminats Lelterba_hnen 4, den Kontaktflichen 2 und dem
in gewissen Grenzen bewegen und somit den 35  Trégersubstrat 10. Der IC-Baustein 3 ist in einer
durch die Deformation bedingten Verspannungen . Aussparung 11 des Substrats 10 mit den in die
b im Laminat ausweichen. Ein Material, das die ge- Aussparung hineinragenden Enden der Leiterbah-
nannten Eigenschaften aufweist, ist beispielsweise nen 4 verbunden und wird in dem Fenster lediglich
Polydthylen. durch die Befestigung der Leiterbahnen mit den
Weitere Vorteile und Weiterbildungen der Edfin- 40 entsprechenden AnschluBpunkien des Bausteins
dung ergeben sich aus den Unteranspriichen sowie gehalten. Diese Art der. Besfestigung bzw. Positio-
aus der nachfolgenden Beschreibung einiger Aus- nierung von Halbleiterbauelementen mit Leiterbah-
fihrungsbeispiele anhand der Figuren. ' nen, die aus einer leitenden Beschichtung des
Es zeigen: , Substrats gedtzt sind, ist seit langem bekannt und
Fig. 1 : 45 hat sich in der Praxis bewdhrt (siche dazu auch
eine Ausweiskarte in der Aufsicht, Siemens-Bauteile-Report 16 (1978), Heft 2, Seite
Fig. 2 40 - 44).

die Ausweiskarte nach Fig. 1 in einer Schnittdar- Zur Fixierung des Trigerelements im Karten-
steliung vor dem Laminieren, aufbau ist das Trigerelement mit einer Schimelz-
Fig. 3 s50 kleberfolie 6 unterlegt. Diese Schmelzkleberlolie
die Ausweiskarte nach Fig. 1 in einer Schnittdar- dient zur Verbindung des Substrats 10, das z. B.
stellung nach dem Laminieren, aus Polyimid besteht, mit dem Material der Aus-
Fig. 4 : weiskarte (beispielsweise PVC), so daB sich diese
eine Vorrichtung zur Herstellung eines Tréger- Schichten wihrend des Zusammenpressens unter

elements mit Folienstreifen, 85  Wirme und Druck miteinander verbinden.
Fig. 5 Erfindungsgemis wird zwischen der Schmelz-
eine Schnittdarstellung der Vorrichtung aus Fig. kieberfolie 6 und dem [C-Baustein 3 ein Folienstrei-
. 4 entlang der Linie A-B, . fen 5 eingebracht, der mindestens die AbmaBe des
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ment bef orbesseftgeS¢hutavickingufe dea| Sehaitiyeis ishyas- j oi nelpstFglipaiamisat durrhidylt nach dgmvetsghmel-
show an erfigh rpindie Fewepliehkeit fes, Folipnsiigifars f r om ®Aeig bﬁf'@ﬁd“’ldn egepsuckwaizet 2% 31
and Fi gs. m1Kappnnem urfisiputihen,  disaictadseyli ment Higrr Wil di, Schmsizkispestalien pochmalinustere

top and i d—lag\fn&g@_ §léck{epqghbarten Elementen beein- gleichzeitiger !.\bkuhlurlg- an. qen Substratfllm ange-
tréchtigt wird. 30 preBt und damit endgliltig fixiert. Das fertiggestelite
Die beschriebene, vorteilhafte Einbsttungstech- Laminat wird schlieBlich auf die Speicherrolle 21
nik ist ohne nennenswerten technischen Mehrauf- aufgewickelt.
wand realisierbar, wenn das Trdgerelement bereits Das Endprodukt ist in der Fig. 6 in der Aufsicht
\\/ vor seiner Einlagerung in eine Ausweiskarte mit dargestellt. Die Fig. zeigt den Substratfilm 10 mit
einem Folienstreifen ausgestattet wird. - 35 an seiner Oberfliche liegenden Kontakffiichen 2
Eine entsprechende Vorrichtung zur Herstel- und den Leiterbahnen 4, die zu dem in einer Aus-
lung solcher Trigerelemente zeigt die Fig. 4. Die . sparung liegenden IC-Baustein 3 fiihren. Lings ei-
f\,_,- hier in stark schematisierter Form gezeigte Vorrich- ner Seitenkante ist der Substratfilm 10 mit Perfora-
tung unfaBt im wesentlichen eine sogenannte rol- tionsldchern 12 versehen, die auch in der oben
lenkaschiereinrichtung, bestehend aus einer Heiz- 40  beschriebenen Vorrichtung benutzt werden kénnen,
walze .26 und einer Andruckwalze 27 sowie einer um den Substratfiim 10 wihrend der einzelnen
Antriebseinrichtung, bestehend aus einer mit einem Bearbeitungsvorgange exakt zu transportieren. Der
Motor 34 verbundenen Antriebswalze 29 und einer Fig. 6 sind die Abmessungen sowie die Lage des
Gegenwalze 31. Der Motor dreht die Antriebswalze zwischen der Schmelzkleberfolie 6 und dem Sub-
29 in Richtung des Pfeils 28. Die zu verbindenden 45  stratfilm 10 eingelagerten Folienstreifens 5 zu ent- .
Fitm- bzw. Folienstreifen werden von Vorratsroilen nehmen. Der Folienstreifen 5 hat etwa die Breite
20, 22, 23 abgewickelt und nach derm Passieren des C-Bausteins und erstreckt sich aber (iber die
der Rollenkaschier- und Antriebseinrichtung auf gesamte Linge des Substratfiims 10. Vorzugswei-
eine Speicherrolle 21 aufgewickelt. Diese und wei- se werden die zum IC-Baustein 3 in die Ausspa-
~ tere im einzelnen noch spéter erlduterte Elemente 50 rung 11 verlaufenden Leiterbahnen 4 derart gefiihrt,
sind alle auf einer Montageplatte 35 befestigt. daB sie ebenfalls auf dem durchlaufenden Folien-
Das Ausgangsprodukt fiir die Herstellung von streifen 6 liegen und damit entsprechend geschitzt
Tragerelementen ist ein Substratfilm 10, auf dem in sind.
regelméBigen Abstinden, in sogenannter TAB- Wie gezeigt, kann der den IC-Baustein 3 sowie
Technik (Tape Automated Bonding), IC-Bausteine 3 55  die Leiterbahnen 4 schiitzende Folienstreifen 5,
montiert sind. Der mit den IC-Bausteinen 3 be- verfahrenstechnisch gesehen, ohne Mehraufwand
stlickte Film 10 ist, wie allgemein Ublich, auf einer zwischen Schmelzkleberfolie 6 und Substratfilm 10
Rolle 20 aufgewickelt. Die Schmelzkleberfolie 6 plaziert werden.
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33 vorzusehen (in der Fig. 4 strichliert gezeichnet), den kann. Bei der im Zusammenhang mit den Fg.
von der ein entsprechender Folienstreifen 32 abge- 1 - 3 erlduterten Einbautechnik kann der Mittelsteg
b wickelt und zwischen Heiz- und Andruckwalze 26, "~ 17 der Deckfolie entfallen. Bei der im Zusammen-
27 gefihrt wird. Zur Befestigung des Folienstrei- 35  hang mit der Fig. 8 erlduterten Einbauvariante kann
fens 32 auf der Substratfolie 10 kann dieser mit man auf den Folienstreifen 32 verzichten.
. einer Klebeschicht 30 versehen werden. Der Fo- Zum Einbau des Substrats kann wiederum eine
S lienstreifen 32 wird vorzugsweise dem jewsiligen Schmelzkleberfolie verwendet werden. Ebensc
Kartenmaterial angepa8t, besteht also beispieiswei- kann auch bei diesem Substrat zwischen der
se aus PVC, das entsprechend dem jeweiligen 40  Schmelzkieberfolie und dem IC-Baustein ein zu-
Kartendesign eingeférbt oder bedruckt ist. sitzlicher Folienstreifen mit den bereits beschrie-
Zum Einbau des letzigenannten Substrats in benen Eigenschaften eingesetzt werden.
eine Ausweiskarte wird die fertiggestelite Karte (37) Die Fig. 11 und 12 2eigen schlieBlich eine
mit einer Aussparung 38 versehen, die den Abmes- weitere Ausflihrungsform eines Trigerelements fiir
sungen des Substrats angepaBt ist (Fig. 8). Das 45 integrierte Schaltkreise, welches im wesentlichen
Substrat wird beispielsweise mit einem Heizstem- dadurch gekennzeichnet ist, daB die Anschiu8punk-
pel 39 mit dem KartenkSrper 37 verbunden. Durch te 43 des integrierten Schaltkreises 3 nicht, wie
den mittig das Substrat durchziehenden Folienstrei- Ublich und in den Fig. 10 und 11 gezeigt, im
fen 32 ruht der IC-Baustein gegen duBere Einfliisse Randbereich der Chipfléche liegen.
geschiitzt in der Mitte des Kartenkrperlaminats, 50 Bei dem in den Fig. 11 und 12 beispielhaft
wihrend die Kontaktflichen offen zugingig an der gezeigten Trégerelement liegen die AnschluBpunk-
Kartenoberfiéche liegen. te 43 des Schaltkreises, auf die die Enden der
Die Fig. 9 und 10 zeigen eine Ausfiihrungsform Leiterbahnen 4 durch eine Aussparung 40 in der
eines zum Einbau in Ausweiskarten geeigneten Folie 10 gefihrt sind, im Zentrum der Schaltkreis-
Substrats, wobei der IC-Baustein 3 nicht in einer 85 fidche. Diese Ausflihrungsform hat mehrere Vortei-
Aussparung des Substrats 10 liegt, sondern auf der le.
den Kontaktflichen gegeniiberliegenden Seite ab- Das Ausflllen des Hohlraums 40 mit einem
. gedeckt vom Material des Substrats (Fig. 10). Das geeigneten Harz oder Silikon ist technisch einfa-
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det er m neschiyfpunkte 43 auf den Schaitkreis den Vorteil, aus einem Material besteht, das ein gegeniiber
' daB die Leiterbahnfihrung und damit auch das PVC hdheres Deformierungsvermdgen auf-
Bondwerkzeug bei unterschiedlicher Schaltkreis- - 35 weist.
gréBe unverdndert beibehalten werden kann. )
'&g 6. Tragerelement nach Anspruch 5 mit einer
i Patentanspriiche S Schmelzkleberfolie, die auf der den Kontaktfid-
: chen gegeniiberliegenden Oberfliche des
1. Datentrdger mit mindestens sinem {C-Baustein 40 Substrats angeordnet ist, dadurch gekenn-
zur Verarbeitung elektrischer Signale, wobei - zeichnet, da8 der Folienstreifen (5) im Bersich
der - IC-Baustein auf einem im Vergleich zur des IC-Bausteins (3) zwischen dem IC-Bau-
Flache des Datenirdgers kleinen Substrat an- stein (3) und der Schmelzkieberfolie (6) vorge-
geordnet ist, Uber Leiterbahnen mit ebenfalls sehen ist und Uber die gesamie Linge des
auf dem Substrat vorgesehenen Kontakiele- 45 Substrats veriduft.
menten, die die Kommunikation des 1C-Bau- .
steins mit entsprechenden Automaten ermd&gli- 7. Trigerelement nach Anspruch 6, dadurch ge-
chen, in Verbindung steht und wobei der IC- kennzeichnet, daB der 1C-Baustein (3) in einer
Baustein in einer Aussparung einer Karten- Aussparung (11) des Substrats (10) angeordnet
" schicht angegeordnet ist, dadurch gekenn- 50 ist und die zum IC-Baustein (3) verlaufenden
zeichnet, Leiterbahnen (4) im Bereich der Aussparung
daB der IC-Baustein (3) auf der dem Innern der (11) derart gafiihrt sind, daB sie von dem Fo-
Karte zugewandten Seite von einem Folien- lienstreifen (5) unterlegt sind.

streifen (5) abgedeckt ist, der etwa die Breite :
und mindestens die Linge des iC-Bausteins 55 8. Trégerslement nach Anspruch 7, dadurch ge-

(3) hat und aus einem Material besteht, das ein kennzeichnet, daB auf der Oberfliche des
gegenilber den umgebenden Materialien (13, Substrats (10), das die Kontakiflichen (2) tréigt,
14, 15, 37) des Datentrdgers hdheres Defor- ein weiterer Folienstreifen (32) vorgesehen ist,
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Randbereich des Schaltkreises. nterlegt ist, der etwa die Brente und minde-

SchlieBlich hat die gezeigte Plazierung der An- stens die Lange des IC-Bausteins (3) hat und
schiupunkte 43 auf den Schaltkreis den Vorteil, aus einem Material besteht, das ein gegenliber
daB die Leiterbahnfilhrung und damit auch das PVC hdheres Deformisrungsvermdgen auf-
Bondwerkzeug bei unterschiedlicher Schaltkreis- 35 weist.

gré8e unverdndert beibehalten werden kann. .
: : . 6. Trigerelement nach Anspruch 5 mit einer

Patentanspriiche Schmelzkleberfolie, die auf der den Kontaktfla-
_ chen gegeniiberliegenden Oberfliche des
1. Datentriiger mit mindestens sinem IC-Baustein 40 Substrats angeordnet ist, dadurch gekenn-
zur Verarbeitung elektrischer Signale, wobei zeichnet, daB der Folienstreifen (5) im Bereich
der IC-Baustein auf einem im Vergleich zur des IC-Bausteins (3) zwischen dem IC-Bau-
\ Flache des.Datentridgers kleinen Substrat an- stein (3) und der Schmelzkleberfolie (6) vorge-
geordnet ist, Uber Leiterbahnen mit ebenfalls sehen ist und Uber die gesamte Linge des

auf dem Substrat vorgesehenen Kontaktele- 45 Substrats verlauft.

menten, die die Kommunikation des IC-Bau-

_ steins mit entsprechenden Automaten ermdgli- 7. Trigerelement nach Anspruch 8, dadurch ge-
chen, in Verbindung steht und wobei der IC- kennzeichnet, daB der IC-Baustein (3} in einer
Baustein in einer Aussparung einer Karten- Aussparung (11) des Substrats (10) angeordnet
schicht angegeordnet ist, dadurch gekenn- 5o ist und die zum [C-Baustein (3) verlaufenden
zeichnet, Leiterbahnen (4) im Bereich der Aussparung
daB der 1C-Baustein (3) auf der dem Innern der (11) derart gafihrt sind, daB sie von dem Fo-
Karte zugewandten Seite von einem Folien- lienstreifen (5} unterlegt sind.

streifen (5) abgedeckt ist, der etwa die Breite
und mindestens die Lidnge des IC-Bausteins s5 8. Trigerelement nach Anspruch 7, dadurch ge-

(3) hat und aus einem Material besteht, das ein kennzeichnet, daB auf der Oberfliche des
gegeniiber den umgebenden Materialien (13, Substrats (10), das die Kontaktflichen (2) trégt,
14, 15, 37) des Datentrdgers h&heres Defor- ein weiterer Fokenstreifen (32) vorgesehen ist,
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subs .using the apparatus shown in Fig. 4 in a sinple rrannm
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27. To allow for filmstrip 32 to be attached to substrate film 10 said
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com pletely surrounded by conductive nmatefrial whi ®tstensFofiangtieiigna(s) mityhohem De-
connect ed 1o Tyigeakuert opthafoserath & dadprclogect t he ci r cidrmiefungsisrepgen upd it singrBrei-
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jOIt Rtlyfthhg h o e Ha"%‘sy’iﬁ“t‘ Sadu ranaI sFof the :
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vantage that Zeﬁtﬂpn @r ﬁlﬁ%ﬁéj aédNich @s’?&r{s (5)C at ' on car %teh\é QrH Folienstreifen versehenen
angeordnet sind. : Substratfilm (10) zwischenspeichert.
\; 12. Verfahren zur Herstellung eines Trdgerele- 18. Vorrichtung nach Anspruch 14,
ments nach Anspruch - 6, gekennzeichnet 35 dadurch gekennzeichnet, _
durch die folgenden Verfahrensschritte: daB die zweite Einrichtung aus einer Vorrats-
- Bereitstellen eines mit IC-Bausteinen be- und Umlenkrolle (22, 24) besteht, um einen
ot stlickten Substratfiims, Folienstreifen (5), bestehend aus Poly#thylen
- Zufiihren eines Folienstreifens mit ho- der Kaschiervorrichtung (26, 27) zuzufihren.
hem Deformierungsvermdgen und mit ei- 40
ner Breit, die etwa der Breite des IC- 16. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
Bausteins entspricht auf der den Kontakt- kennzeichnet, daB die dritte Einrichtung aus
flichen gegenilberliegenden Seite des einer Vorrats-und Umlenkrolle (23, 25) besteht,
Substratfilms im Bereich des IC-Bau- um die Schmelzkleberfolie (6) der Kaschiervor-
steins, 45 richtung (26, 27) zuzuflihren.
- Zuflihren einer Schmeizkleberfolie auf
der den Kontakiflichen gegeniiberliegen- 17. Vorrichtung nach Anspruch 14,
den Seite des Substratfilms, so dag die dadurch gekennzeichnet, .
Schmeizkleberfolie sowohl den Folien- daB eine vierte Einrichtung (33) vorgesehen ist,
streifen (5) als auch Teile der Oberfliche 5o die der zweiten und driften Einrichtung (22, 24,
des Substratfilms Uberdeckt, 23, 25) gegenlberliegend angeordnet ist und
- Fixieren des Folienstreifens durch Ver- - Uber die ein weiterer Folienstreifen (32) an den
bindung der Schmelzkleberfolie mit dem Substratfilm (10) heranflihrbar ist.

Substratfilm, wobei die Schmelzkleberfo-
lie zumindest im Randbereich des IC- ss5 Claims
Bausteins mit den Folien verbunden wird.
1. A data carrier having at least one IC module
for processing electrical signals, the IC module
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| E he, Ly G odes of fii g "ol s P leads

g_/ The c@g c§r%e FrE Eggl'acfevizéd ) V\,h e%gn Ot m ’the I
ty 46 At o h, RS T Sts IE 40) tate

S' mpl e man r\ﬁ‘tﬁch t bl h QlkéugrheBFnﬁ’a%fﬁ@S once t ltht ?

thegs is a gl @k RELVSRBhihE Pﬁér%n’é' t and t @es «HEate hq $idd & n% subtrate d

in wth theméﬁh@ﬁ,kte 15" dF o afd carfibr! dn§ ABksdUoh NG th@% pr Jid AOIHRERE., |t has no

adverse ef f @ebor@rwith MR iR 13, $4, 16,8374 Ae anount owng in hereis smal | and

varies InSst&mmm?é y indi fterent car- riefo, eheamial Soment oflchinie, IchaasiAegNt |

resin or silicon gel is selected to fill in the whaVeltminas (43f si@GLICARodule (3) 1

cl osure af trHBejatacBfiESH @RInt Dechaticietiged Bf t he casmimicererBnin @R WY that the

di st ur b t hethafhe fipegripacie madd di@olyethide@e.ar r asnge e bpeniogs (80 inthedubsra% 310 rekd@ehe -

3 shown in the figures also involves the advanbage IChaddukehm thelsde roppbsits the

wel ded cdnn®etdatarrsmribred! wiaen 1.t dharastetigechh | eads 4contadt staaces (Blal s 43 of t he

nodul e, duethatghet substratedEM isr radvided on theaiile are sub- jected to | ess mechani cal

‘| oad wit h rerpenite tihet epniagi\surfasess {2) wittop repitavi t atTlohke carisr glemeniioé glaimh 0, haratter-

el ement i s 3egive film (B) and the film strip (5) is en- 30 ized in that the terminals (43) are disposed in

closed between the IC modute (3) and the melt the center of the area of the IC module (3).
adhesive film (6).

A el TS gy ¢ RNt TV

12. A method for making the carrier element of

\_,' 5. A carrier element for incorporation in a data claim 6, characterized by the followmg meth-
: carrier, comprising a substrate bearing an IC ~ 35 ad steps: §
module connected via leads with contact sur- providing a substrate film equipped with IC
{ faces provided on the subsfrate, character- modules,
Nt jized in that the IC module (3) is underlaid with supplying a film strip with high deformabil-
a film strip (5) which is substantially as wide ity and a width corresponding substantially to
and at least as long as the i{C module (3) and 40 that of the IC module on the side of the sub-
is made of a material having higher defor- strate film opposite the contact surfaces and in
mability than PVC. the area of the the IC module,
: supplying a melt adhesive film on the side -

6. The carrier element of claim 5, having a melt of the substrate film opposite the contact sur-
adhesive film disposed on the surface of the 45 faces so that the melt adhesive film covers -
substrate opposite the contact surfaces, char- both the film strip (5) and parts of the surface -
acterized in that the film strip (5) is provided of the substrate film,
in the area of the IC module (3) between the IC fixing the film strip by connecting the melt )
module (3) and the melt adhesive film (6) and ' adhesive film with the substrate film, the meit '
extends along the entire length of the sub- 50 adhesive film being connected with the films at )
strate. ' least in the edge area of the IC module.

7. The carrier element of claim 6, characterized 13. The method of claim 12, characterized in that
in that the IC module (3) is disposed in a an additional film strip is provided on the side
recess (11) in the substrate (10), and the leads 55 of the substrate film having the contact sur-

{4) extending to the IC module (3) are directed faces, said film strip being substantially as
in the area of the recess (11) in such a way as wide as the recess in the substrate film and
to be underlaid with the film strip (5). extending between the parallel rows of contact




) the terminals are arranged decentrally in the edge area of the

circgit. Finally, the shown placenment of termnals 43 on the cir ““ mu“““l““
i nvokves the advantage timt the | ead EROt268@3@Bd t hus al so t he bgm gu

can be retained unchanged for circuits of different sizes. CLAIVS °1. "A

data carrier having at |east one | C nodule for processing electrical

signal's, the sp@%odul e being disposed on a substTUE GhfThIrE inkge et dont ia lon-
conpared to the area of th dat carri com‘rurﬁ”ﬁ‘&teﬁ AN oA A sellyjdp ge modu-
contact el é‘he‘\'itagpaé?t‘ésob F?Wl gﬁ’dt "feﬂ’éd é’ﬂbst rate P§eoff une matiére dont la

communi cat i or?aB’T hodfil e with &rrespondlq’?ﬁbﬁﬁ mat%%‘?’"“ﬁ?\ﬁ“é’&‘?&'e#@q“e
nodul e bei ng d| ?@r §anspohm ! % ?1 card | ayq{ 16l :ﬁ'ﬁ S eaMronantes; (1311415

the 1C modul & “k' I 0) &fco Cﬁﬁ)@q %ése facing °erdiegrnne? the card by
a filmstrip pggxg m @pprOX' matel V" as wi de qpthials dRARL S8 hHGndSda e
| C nmodul e (3) nﬂ?ﬁ ffor%r oNibi éa{hégllbsmy' ng h' Q%Facig%@'émhde'l YUbgj}g
surroundi ng NRI &6)ieRi |§pe(i witdIC middulest©, 37) 0Of ot he d@hgest une Irafilre g -prék: é fds
carrier of clalchd meBal S balidi@RyingatiRat the fidud Shodc GO Hsrbrinatth Wastifie Ble-
material whi Gl BRp ©Nhih hide ddloGhanity asbi £ def or Maké, | unk Yerkpataturd 8O ra@fissemdnd Pas
sof t enbng t eNRAT @dépBndingdsibdidheaied @6 inadis Oof t he wdabaue abilel @ rdtistes] AE SupPsH de
bond with thes matemoalis (3,113, theldibstchfe, fid 7 i N t he dshrées siaiNAE BE% audune ThBbithEbIRA
carrier of clyiaeadf the hminatngefebse2b, 27), t hat #she f iaven Isd madres )3, 16 1988TE sefrouvant
poliyet hyl ene. 4nirdTheans #23a25%) dorrsugplyingfa mélai m 1, chiansdetalsinaged in t hat the
subgrfrate ( 1@gnebies fImoBI Wete substtakecfilmi(th impposi t e t he contact surfaces (2)
with a nelt ashesioltbe faminating®eansri2f. 2Me fil m st Bi Bupm®)t desdopndes selendia rvendisetion 2,
t he\LC nmodul e (m83ansifd1) fonéntevmediatalydperinp\tee f | m ( 6)caragtériaé emeq qusrie whasrre fim Bhde
i ncor por at i orsutistate filmatie) rremided itk gt legshaPR | sPng a COTRRSE AaPWYSHWaRE. ng an | C
nmodul e connedite®ipvi a | eads with contact surfaces provided on the substrate,
characterized in that the IC module (3) is unfterSuBRog dgj dopnesgs F‘f"f"rﬂ?é"c"?’]"[ﬁatg’?))‘

which is Slﬂaghg%lﬂ'{pla%” f&'é'"\/v] r@g'é?s dl$a g::’cté fisé en\gp que

t he | C nodul ‘ i al hav

than PVC. 6. d‘f' °Ba[?'|§| | H:EP?B‘P‘ ol '%] m?%, ha\ff:)?ﬁf é}ﬂ%f égg jyégé'fip

di sposed on tH LW?E?CS p% Sty ee Q5P e opposi t: el e;(g:gﬁ;t %3: mSclgjrg qg?gm gs:tm::
char act eri zed%"7°th he filmstrip fouille d"adhésif (B).

16. The apparatus of claim 14, characterized in
that the third means comprises supply and 30 5. Elément de support & monter dans un support

deflection rolls {23, 25) for supplying the meit de données, se composant d'un substrat qui
adhesive film (6) to the laminating means. porte un module de circuit intégré, qui est relié
. par des lignes conductrices & des éléments de
17. The apparatus of claim- 14, characterized in contact prévus sur le substrat, caractérisé en
N that fourth means (33) are disposed opposite 35 ce qu'il est disposé, au-dessous du module de
the second and third means (22, 24, 23, 25) for circuit intégré (3), un ruban de film (5) dont ia
: directing a further film strip (32} to the sub- fargeur est a peu prés celle du module (3) de
o strate film (10). circuit intégré et dont la longueur est au moins
égale a celle de ce module et qui se compose
Revendications 40 - d'une matiére dont la possibilité de déforma-
’ ' tion est plus élevée que celle du chiorure de
1. Support de données, comprenant au moins un polyvinyle ou PVC.
module de circuits intégrés pour le traitement
de signaux électriques, dans lequel ce module 6. Elément de support Selon la revendication 5,
de circuits intégrés est disposé sur un substrat 45 pourvu d'une feuille d'adhésif par fusion qui
relativement petit par rapport 4 la surface du est disposé€e sur la surface du substrat oppo-
support de données, et est en communication sée aux surfaces de contact, caractérisé en
par des lignes conductrices avec des éléments ce que le ruban de film (5) est prévu dans la
de contact prévus eux aussi sur le substrat, qui zone du module & circuit intégré (3), entre ce
permettent la communication du module de 50 module de circuit intégré (3) et la feuille
circuits -intégrés avec des machines automati- d'adhésif par fusion (6), et s'étend sur toute la
ques correspondantes, et dans lequel le modu- longueur du substrat.
le de circuits intégrés est disposé dans un ’
évidement d'une couche de la carte, caracté- 7. Elément de support selon ia revendication 6,
risé en ce que le module (3) de circuits inté- 55 caractérisé en ce que le module (3) de circuit
qrés est recouvert, sur le cOté tourné vers intégré est disposé dans un évidement (11) du
l'intérieur de la carte, par un ruban de film (5) substrat (10) et en ce que les lignes conductri-
dont la fargeur est & peu prés 2 ceile du ces (4) allant vers ce module (3) de circuit




(5) i's provided in the area of the IC nodule (3) between the—+€modute (3)
and the nelt adhesive film (6) and extends along the entire le t
substrate. 7. The carrijgr el enent ofgpqd gdggsg.sicharacteri zed g nrﬁﬂn{mﬂmmmm“
nodule (3) is disposed in a recess. (11) in the substrate (10), moos *
| eads (4) extending to the IC nodule (3) are directed in the area of the
recess (11)intEgré sontlyvidéesaiansale zome decl'évineter | ai d Wi t htditeué itd fauitld taghé§ibpar Bsion
The carri ermeit ¢t dtunefragiéraiteits Hu'etshsoigt eri zed i n  rdvedvregaubsibiehds rubarl da BlinrE)p
(32) is proitépedu-gesseuneu signfdedien 61 t he substrate @d0Yestnedies degia sirace dwntilmad
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paral | el r RRERCHISE SAISRAV'US Groarkar goffim g A carri &villedadhésit Py dysion avec le film
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char act eri Z8H% Ao 5921 A&oece e"ﬁ%) i s di spos ?i'eé!ﬁ BHSULNEe §p cfrep inte-
substrate (%0 .éss%lﬁ‘iﬂ’eisﬂsedﬂ ERAC (LS (Bnd " rom the%Ferninal's (43) of the IC

s di Ig ent deg surfaces

ran Sposees par .
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characterized in that the termnals (43),0f thg lfestIPSUGE sbBdd B ,&?@g s
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teriginal s (4i8) parrdes diep @6idctiides theoscat er of the area of the I C nodule (3).
12. A net haflnisoge tamtatctn@évul @urdarsibisest, €d-enmant 1af ingdiliationnd® mise e foaiitecdu preédddye- -
t he fol | ow ragtériak dnod et éprBodulprdeciraitmgg-a subst riav ke rdverldivation 2, pprackénisd far:| C '
nodul es, supl(3)ieasydigpokd lsun @it ¢ditdodwistlistrdti gh def or mabn Hlisrositifadecboligeni20t 27) et d'en-
cor r espondi(h@) et atvse ape leallipnes tcondudtiges ¢ t he | C nodtidizement (8h&1.534k gerwdnt & Hens-
substrat e fraltent desmoinistde comexienddl) demoduir - f aces aneerienetiatiecherr avae e moihe up he
| C nodul e, 'edpsirgutrigeae fetaverndefedverresi | ph on t he BInE filgT. un Him dg apstral (10pgamni
film opposi® méfagéenAenicle supptt@Lt $entt hat t he mefd medylse &) deciryits iftdgter s
both the fiPifsstuxisriaesy dafanteehRsaubsotthe surface Y PPRE" dapsdl (20 de piépgrption
fixing the FPemsetls P36 BY SOstAH HEY PR He nel t adhey B 9P SyhsT3h{ 10 931 dles modu-
substrate fTIHP 9% REREIECadhesi ve fil m bei ng connﬁﬁgee TCWE.‘?P'T'Q fiJms. at

- un deuxieme dispositi ?22,£ ), qui amé-

H

o2

. 30
least | n16. rﬁén?e%g Se gﬂp%g'rt gglont lgerevler%icg}l)oqlg,e' _ ne au film dans la zone de I'instaflation
caractérisé en ce que les points de de collage (26, 27), un premier ruban (7)
__ connexion (43) du module (3) de circuit intégré 3 haut pouvoir de déformation, dont la
\/ sont placés sur celui-ci d'une maniere telle largeur correspond & peu prés i la lar-

qgue les ouvertures (40) ménagées dans le 35 . geur du module (3) de circuit intégré,
substrat (10) soient recouvertes par ce module ' - un troisieme dispositif (23, 25) qui améne
- de circuit intégré sur le c¢té opposé aux surfa- au film (10), dans la zone de l'installation
&..a ces de contact (2). de collage (28, 27), une feuille d'adhésif

_ ' par fusion (6),
11. Elément de support selon la revendication 10, 40 - un dispositif (21) qui emmagasine tem-
caractérisé en ce que les points de porairement le film (10) pourvu d'au
connexion (43) sont disposés au centre de fa moins un ruban de film.

surface du module (3) de circuit intégré.
15. Installation selon la revendication 14, caracté-

12. Procédé de fabrication d'un éiément de sup- 45 risé en ce que le deuxiéme dispositif se com-
port selon ia revendication 6, caractérisé par - pose d'un rouleau de réserve et d'un rouleau
les étapes de procédeé consistant a: de changement de sens (22, 24), servant a

- préparer un film de substrat, revétu de amener un ruban de film (5} en polyéthyléne a
modules de circuits intégrés, {'installation de collage (26, 27). ,
© - amener, sur le c6té du film du substrat, so
opposé aux surfaces de contact dans la 16. Installation selon fa revendication 14, caracté-
zone du module de circuit intégré, un risé en ce gue le troiséme dispositif se com-
ruban de film a4 haut pouvoir de déforma- pose d'un rouleau de réserve et d'un rouleau
tion, dont {a largeur est a peu prés égale de changement de sens (23, 25) servant 2
2 celle du module de circuit intégré, 55 amener la feuille d'adhésif par fusion (6) a
- amener, sur le cOté du film du substrat t'installation de collage (26, 27).

opposé aux surfaces de contact, une
feuille d'adhésif par fusion d'une maniére




13. t hod of claim 12, characterized in that an additional filmstrip
is vided on the side of the sub- strate filmhaving the cont ”"lllllllum””"
surfgices, said filmstrigp bei ng subfPh288830\Blas wi de as t hé r edbM !

substrate filmand extendi ng between the parallel rows of cont act surfacéds.®

14. An apparatus for carrying out the nmethod of claim 12, characterized by
on | am nat i, @ishadhi seli)la @mdmtqoq,%ggﬁ‘é‘%ﬁs (29, 31, 34) for transporting and

. ; . u r : .
ST ) ey S S {5011 (St o 11 (1)
e S i 4 Bl (22, 24) Tor supplying a first fiim
M1 stanti alégamesé e EMGe FETES 0{'he | C nodule (3), to the sub- strate film
M the area of the lam nating neans (26, 27), third neans (23, 25) for
dupplying a nelt adhesive film (6) to the substrate film (10) in the area
6f the lam nating neans (26, 27), neans (1) for internediately storing the
substrate film (10) provided with at least one filmstrip. 15. The
apparatus of claim 14, characterized in that the second neans conpri ses

§tuppl Y, and defl ection rolls (22, 24) for supplying a filmstrip (5) nade of

6tol yethyl ene to the |anmi nating neans (26, 27). 16. The apparatus of claim
4, characterized in that the third nmeans’sconprises supply and defl ection-
rolls (23, 25) for supplying the nelt adhesive film(6) to the |am- nating
rfie‘a-rfs. 17. The apparatus of claim 14, characterized in that fourth neans
(33) are disposed opposite the second and third nmeans (22, 24, 23, 25) for
dirgeting a further filmstrip (32) to thzeo substrate film (10).
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